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DESCRIPCION
Conjunto eléctrico revestido
Campo de la invencion

La presente invencién se refiere a un conjunto eléctrico revestido y a métodos para preparar un conjunto eléctrico
revestido.

Antecedentes de lainvencion

Los revestimientos conformales se han usado durante muchos afios en la industria electronica para proteger los
conjuntos eléctricos de la exposicion ambiental durante su funcionamiento. Un revestimiento conformal es una capa
flexible, final de laca protectora que se ajusta a los contornos de un conjunto eléctrico, tal como una placa de circuito
impreso, y sus componentes.

Existen 5 clases principales de revestimientos conformales, de acuerdo con las definiciones de IPC: AR (acrilico),
ER (epoxi), SR (siliconas), UR (uretanos) y XY (paraxilileno). De estos 5 tipos, por lo general se acepta que el
paraxilileno (o parileno) ofrece la mejor proteccién quimica, eléctrica y fisica. Sin embargo, el proceso de deposicion
es largo y costoso, y el material de partida es caro.

El parileno es un polimero con la siguiente estructura:

\LO}

El parileno se deposita usando un proceso de deposicién de vapor de tres etapas. Un recurso sélido se calienta al
vacio y se sublima. Es importante observar que el parileno, aunque en algunas ocasiones se denomina "paraxileno”
de forma errénea, de hecho no se prepara a partir del compuesto paraxileno. De hecho, el precursor es el
[2,2]paraciclofano:

H,C CH»

A continuacion, el vapor quimico se pasa a través de un horno de alta temperatura a aproximadamente 680 °C, de
modo que el precursor se separa en un monoémero reactivo. Este monémero reactivo a continuacion se alimenta en
una camara de deposicion y se polimerizar en la superficie del sustrato. Los espesores del revestimiento habituales
para el parileno estan entre 5y 25 micrémetros.

La técnica de deposicién de parileno descrita anteriormente no es ideal debido al coste elevado del material de
partida, el consumo elevado de energia térmica durante la generacion de mondémero, los requisitos de alto vacio y la
tasa de crecimiento lento.

El documento WO 2011/089009 describe un método para la aplicacién de un nanorrevestimiento conformal por
medio de un proceso de plasma a baja presion.

Por lo tanto existe una necesidad de revestimientos conformales que ofrezcan al menos niveles similares de
proteccion quimica, eléctrica y fisica al igual que el parileno, pero que se puedan preparar de una forma mas facil y
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de menor coste.
Sumario de la Invencién

Los presentes inventores han encontrado de forma sorprendente que la polimerizacion por plasma de compuestos
precursores relativamente baratos y la deposicion de los polimeros resultantes da como resultado un revestimiento
conformal con propiedades excelentes. Por lo tanto, la presente invencion se refiere a un conjunto eléctrico que tiene
un revestimiento conformal, el que dicho revestimiento conformal se puede obtener mediante un método que
comprende polimerizacion por plasma de un compuesto de férmula (I) como se define a continuacion y deposicién
del polimero resultante y polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante.
La invencién también se refiere a un método para el revestimiento conformal de un conjunto eléctrico, método que
comprende la polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula () como se define a continuacién y deposicién
del polimero resultante y polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicién del polimero resultante.

Por lo tanto, la presente invencion se refiere a un conjunto eléctrico que tiene un revestimiento conformal, en el que
dicho revestimiento conformal se puede obtener con un método que comprende:

(a) polimerizacion por plasma de un compuesto de férmula (I) y deposicion del polimero resultante sobre al
menos una superficie del conjunto eléctrico:

en la que:

R1 representa alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cg;

R2 representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C»-Cs;
R3 representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C»-Cs;
R4 representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C»-Cs;
Rs representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C2-Cs;y
Re representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C2-Cs, y

(b) polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicidon del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a).

La invenciéon también se refiere a un conjunto eléctrico que tiene un revestimiento conformal, en el que dicho
revestimiento conformal se puede obtener con un método que comprende:

(i) polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al menos una
superficie del conjunto eléctrico, y

(i) polimerizacion por plasma de un compuesto de formula (I) como se ha definido anteriormente y deposicién del
polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (i).

La invencion también se refiere a un método para el revestimiento conformal de un conjunto eléctrico, método que
comprende:

(a) polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula () como se ha definido anteriormente y deposicion
del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, y

(b) polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicidn del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a).
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La invencion también se refiere a un método para el revestimiento conformal de un conjunto eléctrico, método que
comprende:

(i) polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al menos una
superficie del conjunto eléctrico, y

(i) polimerizacion por plasma de un compuesto de formula (I) como se ha definido anteriormente y deposicién del
polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (i).

Los presentes inventores han descubierto de forma sorprendente que los revestimientos de la invencion
proporcionan revestimientos conformales con propiedades excedentes. En particular, un hallazgo de la invencion es
un revestimiento de multiples capas que comprende una capa de fluorohidrocarburo polimerizado por plasma y una
capa de compuesto de formula (I) polimerizado por plasma que proporciona un revestimiento conformal mas eficaz
de lo que se podria esperar para un revestimiento de este tipo, basandose en las propiedades de revestimientos de
una sola capa de los polimeros solos.

Un hallazgo adicional de la invencion es que se ha encontrado que la adicibn de capas adicionales del
fluorohidrocarburo polimerizado por plasma y/o el compuesto de formula (1) polimerizados por plasma, de modo que
el revestimiento conformal comprende tres 0 mas capas, puede proporcionar mejoras adicionales en las propiedades
del revestimiento conformal.

El aumento del rendimiento del revestimiento conformal por lo general da como resultado un aumento de la
proteccion del conjunto eléctrico durante su funcionamiento.

Una ventaja adicional de los revestimientos de la invencién es que la presencia de dos capas de polimeros
separadas permite una identificacion facil de la presencia o ausencia del revestimiento en un conjunto eléctrico
dado.

Descripcion de las figuras

La Figura 1 muestra un ejemplo de un conjunto eléctrico de la invencién que tiene un revestimiento conformal.
Las Figuras 2 a 5 muestran secciones transversales a través del revestimiento conformal en la Figura 1, y
representan la estructura de revestimientos preferentes.

La Figura 6 muestra el espectro de infrarrojos con transformada de Fourier (FTIR) para un revestimiento
conformal de parileno convencional.

La Figura 7 muestra el espectro de FTIR para un revestimiento conformal preparado en el Ejemplo 1, mediante
polimerizacion por plasma de 1,4-dimetilbenceno.

La Figura 8 muestra el espectro de FTIR para los revestimientos conformales de mdltiples capas preparados en
los Ejemplos 2 a 4, que contienen 1,4-dimetilbenceno polimerizado por plasma y hexafluoropropileno
polimerizado por plasma.

Descripcion detallada de la invencién

El revestimiento conformal de la invencion se puede obtener mediante polimerizacion por plasma de compuestos
precursores especificos y deposicion del polimero resultantes. Las reacciones de polimerizacion se producen in situ.
Por lo tanto, la polimerizacién por lo general se produce en la superficie en la que se produce la deposicion. Por lo
tanto, la polimerizacion y la deposicion por lo general son simultaneas.

Los polimeros polimerizados por plasma son una clase Unica de polimeros que no se pueden preparar mediante
métodos de polimerizacion tradicionales. Los polimeros polimerizados por plasma tienen una estructura altamente
desordenada y por lo general estan altamente reticulados, contienen ramificaciones aleatorias y conservan algunos
sitios reactivos. Por lo tanto, los polimeros polimerizados por plasma son quimicamente distintos de los polimeros
preparados mediante métodos de polimerizacion tradicionales conocidos por los expertos en la materia. Estas
diferencias quimicas y fisicas se conocen bien y se describen, por ejemplo en Plasma Polymers Films, Hynek
Biederman, Imperial College Press 2004.

La polimerizacién por plasma por lo general se realiza en un reactor que genera un plasma gaseoso que comprende
iones gaseosos ionizados, electrones, atomos y/o especies neutras. Por lo general, un reactor comprende una
camara, un sistema de vacio, y una o mas fuentes de energia, aunque se puede usar cualquier tipo de reactor
adecuado configurado para generar un plasma gaseoso. La fuente de energia puede incluir cualquier dispositivo
adecuado configurado para convertir uno 0 mas gases en un plasma gaseoso. Preferentemente, la fuente de
energia comprende un calentador, generador de radiofrecuencia (RF), y/o generador de microondas.

Por lo general, el conjunto eléctrico se coloca en la camara de un reactor y se usa un sistema de vacio para
bombear la camara hacia presiones menores en el intervalo de 10* a 1 kPa. A continuacion, por lo general se
bombean uno o0 méas gases en la cadmara y la fuente de energia genera un plasma gaseoso estable. A continuacion,
por lo general se introduce uno 0 mas compuestos precursores, en forma de gases y/o liquidos, en plasma gaseoso
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en la camara. Cuando se introduce el plasma gaseoso, los compuestos precursores por lo general se ionizan y/o
descomponen para generar una gama de especies activas en el plasma que se polimerizan para generar el
polimero.

La naturaleza y la composicién exactas del polimero depositado por lo general dependen de una mas de las
siguientes condiciones (i) plasma gaseoso seleccionado; (ii) el compuesto(s) precursor en particular usado; (iii) la
cantidad de compuesto precursor(s) (que se puede determinar mediante la combinacion de la presion de
compuesto(s) precursor y el caudal); (iv) la proporcién de compuesto(s) precursor; (v) la secuencia del compuesto(s)
precursor; (vi) la presién de plasma; (vii) la frecuencia de excitacion del plasma; (viii) la cadencia del ancho del pulso;
(ix) el tiempo de revestimiento; (x) la potencia del plasma (incluyendo la potencia maxima y/o promedio del plasma);
(xi) la colocacion del electrodo en la camara; y/o (xii) la preparacién del conjunto de entrada.

Por lo general, la frecuencia de excitacion del plasma es de 1 kHz a 1 GHz. Por lo general, la potencia del plasma es
de 100 a 250 W, preferentemente de 150 a 200 W, por ejemplo aproximadamente 175 W. Por lo general el caudal
de méas a es de 5 a 100 sccm, preferentemente de 5 a 20 sccm, por ejemplo aproximadamente 10 sccm. Por lo
general la presion de funcionamiento es de 1,3 a 13,3 Pa, por ejemplo aproximadamente 6,67 Pa. Por lo general, el
tiempo de revestimiento es de 10 segundos a 20 minutos.

Sin embargo, como observar a una persona experta, the las condiciones preferentes dependeran del tamafio y la
geometria de la camara de plasma. Por lo tanto, dependiendo de la camara de plasma especifica que se esté
usando, para la persona experta puede ser beneficioso modificar las condiciones de funcionamiento.

En la presente invencion es preferente formar el revestimiento conformal por deposicion de un primer polimero
mediante polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula (I), y a continuacion un segundo polimero
mediante polimerizacion por plasma de un fluorohidrocarburo. De este modo, el revestimiento conformal resultante
estard formado por dos capas, que estan preferentemente separadas. La primera capa esta en contacto con la
superficie del conjunto eléctrico y comprende el polimero formado mediante polimerizacion por plasma del
compuesto de formula (l). La segunda capa esta en contacto con la primera capa y comprende el polimero formado
mediante polimerizacion por plasma del fluorohidrocarburo.

Como alternativa, el revestimiento conformal se puede formar mediante la deposicion de un primer polimero
mediante polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo, y a continuacién un segundo polimero mediante
polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula (I). De este modo, el revestimiento conformal resultante
estard formado por dos capas, que estan preferentemente separadas. La primera capa esta en contacto con la
superficie del conjunto eléctrico y comprende el polimero formado mediante polimerizacion por plasma del
fluorohidrocarburo. La segunda capa estd en contacto con la primera capa y comprende el polimero formado
mediante polimerizacion por plasma del compuesto de formula (1).

El proceso de deposicién de la invencidon se puede repetir tan a menudo como se desee, para desarrollar un
revestimiento conformal que comprende multiples capas, que estan preferentemente separadas. Cuando estan
presentes dos 0 mas capas que comprenden un polimero formado mediante polimerizaciéon por plasma de un
compuesto de formula (l), cada compuesto de férmula (I) usado puede ser igual o diferente, pueden ser
preferentemente los mismos. Cuando estan presentes dos 0 mas capas que comprenden un polimero formado
mediante polimerizaciéon por plasma de un fluorohidrocarburo, cada fluorohidrocarburo usado puede ser igual o
diferente, y son preferentemente los mismos.

Por lo general es preferente que el polimero que se deposita en Ultimo lugar, es decir, el polimero que forma la
superficie superior o expuesta al entorno del revestimiento conformal, se puede obtener mediante polimerizacion por
plasma de un fluorohidrocarburo. Sin embargo, el polimero que se deposita en ultimo lugar, es decir, el polimero que
forma la superficie superior o expuesta al entorno del revestimiento conformal, también se puede obtener mediante
polimerizacién por plasma de un compuesto de formula (I).

Un revestimiento conformal de la presente invencion particularmente preferente esta formado por cuatro capas. Este
revestimiento conformal se puede obtener mediante (a) polimerizacion por plasma de un primer compuesto de
férmula (1) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, a continuacion
(b) polimerizacién por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a), a continuacion (c) polimerizacion por plasma de un segundo compuesto de formula (1) y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (b), y a continuacién (d) polimerizacién por
plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la
etapa (c). El compuesto de férmula (1) y el fluorohidrocarburo son preferentemente como se definen a continuacién, y
mas preferentemente son 1,4-dimetilbenceno y hexafluoropropileno (C3Fs).

Un revestimiento conformal de la presente invencién particularmente preferente esta formado por seis capas. Este
revestimiento conformal se puede obtener mediante (a) polimerizacion por plasma de un primer compuesto de
férmula (1) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, a continuacion
(b) polimerizacién por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero
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formado en la etapa (a), a continuacion (c) polimerizacion por plasma de un segundo compuesto de formula (1) y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (b), a continuacion (d) polimerizacion por
plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposiciéon del polimero resultante sobre el polimero formado en la
etapa (c), a continuacion (e) polimerizacion por plasma de un tercer compuesto de férmula (I) y deposicion del
polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (d), y a continuacion (f) polimerizacion por plasma de un
tercer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (e). El
compuesto de formula (I) y el fluorohidrocarburo son preferentemente como se definen a continuacion, y mas
preferentemente son 1,4-dimetilbenceno y hexafluoropropileno (CsFs).

Un revestimiento conformal de la presente invencidn particularmente preferente esta formado por ocho capas. Este
revestimiento conformal se puede obtener mediante (a) polimerizacion por plasma de un primer compuesto de
férmula (1) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, a continuacion
(b) polimerizacién por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a), a continuacién (c) polimerizacion por plasma de un segundo compuesto de formula (I) y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (b), a continuacion (d) polimerizaciéon por
plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la
etapa (c), a continuacion (e) polimerizacién por plasma de un tercer compuesto de formula (l) y deposicion del
polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (d), a continuacion (f) polimerizaciéon por plasma de un
tercer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (e), a
continuacion (g) polimerizacién por plasma de un cuarto compuesto de férmula (I) y deposicion del polimero
resultante sobre el polimero formado en la etapa (f), y a continuacion (h) polimerizacion por plasma de un cuarto
fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (g). El compuesto de
férmula (1) y el fluorohidrocarburo son preferentemente como se definen a continuacioén, y mas preferentemente son
1,4-dimetilbenceno y hexafluoropropileno (CsFe).

Otro revestimiento conformal de la presente invencién particularmente preferente esta formado por tres capas. Este
revestimiento conformal se puede obtener mediante (i) polimerizacion por plasma de un primer fluorohidrocarburo de
férmula (1) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, a continuacion
(i) polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula (I) y deposicién del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (i), y a continuacion (iii) polimerizacién por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (ii). El compuesto de féormula (1) y el
fluorohidrocarburo son preferentemente como se definen a continuaciéon, y mas preferentemente son 1,4-
dimetilbenceno y hexafluoropropileno (CsFe).

Otro revestimiento conformal de la presente invencion particularmente preferente esta formado por cinco capas. Este
revestimiento conformal se puede obtener mediante (i) polimerizacién por plasma de un primer fluorohidrocarburo de
férmula (1) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, a continuacion
(i) polimerizacién por plasma de un primer compuesto de férmula (l) y deposicién del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (i), y a continuacion (iii) polimerizacion por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (ii), a continuacion (iv) polimerizacion por
plasma de un segundo compuesto de férmula (I) y deposicidn del polimero resultante sobre el polimero formado en
la etapa (iii), y a continuacion (v) polimerizacion por plasma de un tercer fluorohidrocarburo y deposicién del polimero
resultante sobre el polimero formado en la etapa (iv). EI compuesto de férmula (I) y el fluorohidrocarburo son
preferentemente como se definen a continuacion, y mas preferentemente son 1,4-dimetilbenceno y
hexafluoropropileno (CsFs).

El espesor del revestimiento conformal de la presente invenciéon dependera del nimero de capas de cada polimero
gue se depositan. La o cada capa que se puede obtener mediante polimerizaciéon por plasma de un compuesto de
férmula (1) por lo general tiene un espesor medio-promedio de 250 a 350 nm, preferentemente de 275 a 325 nm, por
ejemplo aproximadamente 300 nm. La o cada capa que se puede obtener mediante polimerizacién por plasma de un
fluorohidrocarburo por lo general tiene un espesor medio-promedio de 25 a 100 nm, preferentemente de 50 a 75 nm.

Por lo tanto, si el revestimiento conformal de la invencién tiene una capa que se puede obtener mediante
polimerizaciéon por plasma de un compuesto de férmula (I) y una capa que se puede obtener mediante
polimerizaciéon por plasma de un fluorohidrocarburo, entonces por lo general el espesor medio-promedio del
revestimiento conformal es de 275 a 450 nm, preferentemente de 325 a 400 nm.

De forma analoga, si el revestimiento conformal de la invencién tiene dos capas que se pueden obtener mediante
polimerizacién por plasma de un compuesto de férmula (I) y dos capas que se pueden obtener mediante
polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo, entonces por lo general el espesor medio-promedio del
revestimiento conformal es de 550 a 900 nm, preferentemente de 650 a 800 nm.

El espesor de cada capa lo puede controlar facilmente una persona experta. La polimerizacién por plasma deposita
el polimero a una tasa uniforme, y de este modo el espesor de una capa de polimero depositado es proporcional al
tiempo de deposicién. Por consiguiente, una vez que se ha determinado la tasa de deposicién, una capa con un
espesor especifico se puede depositar mediante el control de la duracion de la deposicién.
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El espesor del revestimiento conformal puede ser sustancialmente uniforme o puede variar de punto a punto.

Los compuestos precursores de formula (1) tienen la siguiente estructura:

(I

en la que R representa alquilo C1-C3 0 alquenilo C2-Cs3; R representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cs;
R3 representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C2-C3; R4 representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C-
Cs; Rs representa hidrégeno, alquilo C1-Cs o alquenilo C2-C3; y Re representa hidrégeno, alquilo C1-Cs o alquenilo
C»-Cs.

Como se usa en el presente documento, el término alquilo C1i-C3 incluye un radical de hidrocarburo lineal o
ramificado que tiene de 1 a 3, preferentemente de 1 a 2 atomos de carbono. Los ejemplos incluyen metilo, etilo, n-
propilo e i-propilo.

Como se usa en el presente documento, el término alquenilo C,-C3 incluye un radical de hidrocarburo lineal o
ramificado que tiene 2 o 3 &tomos de carbono y un doble enlace carbono-carbono. Un ejemplo preferente es vinilo.

Por lo general, R1 representa metilo o vinilo. Por lo general, R, representa hidrogeno, metilo o vinilo. Por lo general,
R3 representa hidrogeno, metilo o vinilo. Por lo general, R4 representa hidrégeno, metilo o vinilo. Por lo general, Rs
representa hidrégeno, metilo o vinilo, preferentemente hidrégeno. Por lo general, R¢ representa hidrégeno, metilo o
vinilo, preferentemente hidrégeno.

Preferentemente, Rs y R representan hidrogeno.

Mas preferentemente, R1 representa metilo o vinilo, R> representa hidrogeno, metilo o vinilo, R3 representa
hidrégeno, metilo o vinilo, R4 representa hidrégeno, metilo o vinilo, Rs representa hidrogeno y Rs representa
hidrégeno.

Por lo general es preferente que dos de R» a R4 representen hidrégeno.

Los compuestos de formula (l) preferentes son 1,4-dimetilbenceno, 1,3-dimetilbenceno, 1,2-dimetilbenceno, tolueno,
4-metilestireno, 3-metilestireno, 2-metilestireno, 1,4-divinilbenceno, 1,3-divinilbenceno o 1,2-divinilbenceno. El 1,4-
dimetilbenceno es particularmente preferente.

Un fluorohidrocarburo es un material de hidrocarburo que comprende atomos de flor. Los fluorohidrocarburos
preferentes son perfluoroalcanos, perfluoroalquenos, perfluoroalquinos, fluoroalcanos, fluoroalquenos vy
fluoroalquinos, en el que dichos compuestos contienen preferentemente hasta 10 atomos de carbono, mas
preferentemente hasta cinco atomos de carbono. Los ejemplos preferentes incluyen CF4, C2F4, C2Fs, C3Fs, CsFgy
C4Fs. Un fluorohidrocarburo mas preferente es el hexafluoropropileno (C3Fs).

Es particularmente preferente que el o cada compuesto de férmula (l) sea 1,4-dimetilbenceno, 1,3-dimetilbenceno,
1,2-dimetilbenceno, tolueno, 4-metilestireno, 3-metilestireno, 2-metilestireno, 1,4-divinilbenceno, 1,3-divinilbenceno o
1,2-divinilbenceno, y el o cada fluorohidrocarburo sea CF4, CyF4, C2Fg, C3Fs, C3Fg 0 C4Fs. Una combinacion
particularmente preferente es 1,4-dimetilbenceno y hexafluoropropileno (CsFs).

Por lo general, el revestimiento conformal comprende una primera capa que se puede obtener mediante
polimerizacién por plasma y deposicion de un fluorohidrocarburo o compuesto de féormula (1) y una segunda capa
gue se puede obtener mediante polimerizacion por plasma y deposicién de un fluorohidrocarburo o compuesto de
férmula (1), en el que el indice de refraccion de la primera capa es diferente al indice de refraccién de la segunda
capa. El revestimiento conformal puede comprender mas de dos capas, con la condicion de que al menos dos de
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esas capas tengan indices de refraccién diferentes. Preferentemente, las dos capas con diferentes indices de
refraccién son adyacentes entre si en el revestimiento conformal.

Cuando hay una diferencia en el indice de refraccién entre dos capas y la luz se dirige sobre un conjunto eléctrico
con el revestimiento conformal desde detras del ojo de un observador, entonces se producira interferencia optica de
esa luz. Por lo tanto, el observador vera un color en particular en las zonas en las que esta presente el revestimiento
conformal. Esto proporciona un método sencillo y eficaz para determinar y un conjunto eléctrico en particular tiene
un revestimiento conformal o no lo tiene. Esto es importante en la industria electrénica, dado que por lo general los
revestimientos conformales de pelicula fina son practicamente invisibles.

El color exacto observado dependera de una serie de factores, incluyendo la magnitud de la diferencia en el indice
de refraccion, los espesores de las capas dentro del revestimiento conformal y las condiciones especificas en las
que la luz se dirige sobre el revestimiento conformal.

Preferentemente, la diferencia en el indice de refraccion entre las dos capas es superior a 0,01, mas
preferentemente superior a 0,1, mas preferentemente entre 0,2 y 0.4, por ejemplo aproximadamente 0,3. El indice
de refraccién de una capa dada se puede medir usando técnicas conocidas por los expertos en la materia. Para
determinar el indice de refraccion por lo general se usa elipsometria y reflectometria, siendo preferente la
elipsometria. En los Ejemplos que siguen a continuacién se describe un método especifico que usa un elipsémetro,
aunque se puede usar cualquier técnica adecuada.

Preferentemente, el espesor de al menos una de las dos capas es de 195 z/y nm a 375 z/y nm, en el que z es un
namero entero e y es el indice de refraccion de la capa. Preferentemente z es de 1 a 5, mas preferentemente de 1 a
3, por ejemplo 1 o 2. Cuando el exceso satisface esta expresion, entonces la luz visible con una longitud de onda de
390 a 750 nm se refleja mediante el revestimiento conformal. De este modo, el revestimiento sera visible para el ojo
humano.

Preferentemente, la luz se dirige sobre el revestimiento conformal a un angulo de 90° (es decir, normal) con respecto
a la superficie conjunto eléctrico revestido conformalmente. Preferentemente como fuente de luz se usa una lampara
o tubo fluorescente. El conjunto eléctrico por lo general comprende un sustrato que comprende un material aislante,
una pluralidad (es decir, al menos una) de pistas conductoras presentes en al menos una superficie del sustrato, y al
menos un componente eléctrico conectado a al menos una pista conductora. De este modo, el revestimiento
conformal por lo general cubren la superficie del sustrato sobre el que estan presentes la pluralidad de pistas
conductoras, la pluralidad de pistas conductoras y el al menos un componente eléctrico.

Una pista eléctricamente conductora por lo general comprende cualquier material eléctricamente conductor
adecuado. Preferentemente, una pista eléctricamente conductora comprende oro, tungsteno, cobre, plata, aluminio,
regiones dopadas de sustratos semiconductores, polimeros conductores y/o tintas conductoras. Mas
preferentemente, una pista eléctricamente conductora comprende oro, tungsteno, cobre, lata o aluminio.

Las formas y configuraciones adecuadas para las pistas conductoras las puede seleccionar una persona experta en
la materia para el conjunto en particular en cuestion. Por lo general, una pista eléctricamente conductora se une a la
superficie del sustrato a lo largo de toda su longitud. Como alternativa, una pista eléctricamente conductora se
puede unir al sustrato en dos 0 mas puntos. Por ejemplo, una pista eléctricamente conductora puede ser un hilo
unido al sustrato en dos 0 mas puntos, pero no a lo largo de toda su longitud.

Por lo general, una pista eléctricamente conductora se forma en un sustrato usando cualquier método adecuado
conocido por un experto en la materia. En un método preferente, las pistas eléctricamente conductoras se forman en
un sustrato usando una técnica "sustractiva”. Por lo general en este método, una capa de metal (por ejemplo, papel
de cobre, papel de aluminio, etc.) se une a una superficie del sustrato y a continuacion las partes no deseadas de la
capa de metal se retiran, dejando las pistas conductoras deseadas. Las partes no deseadas de la capa de metal por
lo general se retiran del sustrato mediante grabado al aguafuerte o fotograbado al aguafuerte, molienda. En un
método preferente alternativo, las pistas conductoras se forman en el sustrato usando una técnica "aditiva" tal como,
por ejemplo, electrodeposiciéon, de posicion usando una mascara inversa, y/o cualquier proceso de deposicion
controlada de forma geométrica. Como alternativa, el sustrato puede ser una matriz u oblea de silicio, que por lo
general tiene regiones dopadas como las pistas conductoras.

Por lo general el sustrato comprende cualquier material aislante adecuado que evite que el sustrato produzca un
cortocircuito del conjunto eléctrico. El sustrato comprende preferentemente un material laminado de epoxi, un papel
unido a resina sintética, un tejido de vidrio unido a resina epoxi (ERBGH), un material de epoxi compuesto (CEM),
PTFE (Teflon), u otros materiales de polimero, papel de algodén fendlico, silicio, vidrio, ceramica, papel, cartén,
materiales naturales y/o sintéticos basados en madera, y/u otros textiles adecuados. Ademas, el sustrato comprende
opcionalmente un material retardante de llama, por lo general Retardante 2 de Llama (FR-2) y/o Retardante 4 de
Llama (FR-4). El sustrato puede comprender una sola capa de un material aislante o mdltiples capas de los mismos
o diferentes materiales aislantes. El sustrato puede ser la placa de un circuito impreso (PCB) formada a partir de uno
cualquiera de los materiales enumerados anteriormente.
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Un componente eléctrico puede ser cualquier elemento de circuito adecuado de un conjunto eléctrico.
Preferentemente, un componente eléctrico es una resistencia, condensador, transistor, diodo, amplificador, antena u
oscilador. Cualquier nimero y/o coordinacion adecuados de componentes eléctricos se puede conectar a
reensamblaje eléctrico.

El componente eléctrico se conecta preferentemente a una pista eléctricamente conductora a través de un enlace. El
enlace es preferentemente una unién de soldadura a baja temperatura, una uniéon de soldadura a alta temperatura,
una unién que se une por hilo, una unién adhesiva conductora, una conexion de engarce, o una union de ajuste por
presion. Los expertos en la materia conocen algunas técnicas adecuadas de soldadura a baja temperatura,
soldadura a alta temperatura, de union por un hilo, de adhesiéon conductora y de ajuste por presion, para la unién.
Mas preferentemente la union es una union de soldadura a baja temperatura, una union de soldadura a alta
temperatura o una unién que se une por hilo, con una unién de soldadura a baja temperatura siendo la mas
preferente.

A continuacion se describiran los aspectos de la invencién con referencia a las realizaciones mostradas en las
Figuras 1 a 3, en las que los nimeros de referencia iguales se refieren a los mismos componentes 0 componentes
similares.

La Figura 1 muestra un ejemplo de un conjunto eléctrico de la invencién. El conjunto eléctrico comprende un sustrato
1 que comprenden un material aislante, una pluralidad de pistas conductoras 2 presentes sobre al menos una
superficie del sustrato 1, y al menos un componente eléctrico 3 conectado al menos una pista conductora 2. El
revestimiento conformal 4 cubre la pluralidad de pistas conductoras 2, el al menos un componente eléctrico 3 y la
superficie 5 del sustrato 1 sobre el que se sittan la pluralidad de pistas conductoras y el al menos un componente
eléctrico.

La Figura 2 muestra una seccion transversal a través de un ejemplo preferente del revestimiento conformal 4 en la
Figura 1. El revestimiento conformal comprende un primer polimero 7 que se puede obtener mediante polimerizacion
por plasma de un compuesto de férmula (l) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie 6 del
conjunto eléctrico, y un segundo polimero 8 que se puede obtener mediante polimerizacién por plasma de un
fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero 7.

La Figura 3 muestra una seccion transversal a través de otro ejemplo preferente del revestimiento conformal 4 en la
Figura 1. El revestimiento conformal comprende un primer polimero 7 que se puede obtener mediante polimerizacion
por plasma de un primer compuesto de formula (l) y deposicion del polimero resultante sobre al menos una
superficie 6 del conjunto eléctrico, un segundo polimero 8 que se puede obtener mediante polimerizacion por plasma
de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el polimero 7, un tercer polimero 9 que se
puede obtener mediante polimerizacion por plasma de un segundo compuesto de férmula (l) y deposicion del
polimero resultante sobre el polimero 8, y un cuarto polimero 10 que se puede obtener mediante polimerizacion por
plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicién del polimero resultante sobre el polimero 9.

La Figura 4 muestra una seccion transversal a través de un ejemplo preferente del revestimiento conformal 4 en la
Figura 1. El revestimiento conformal comprende un primer polimero 11 que se puede obtener mediante
polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al menos una
superficie 6 del conjunto eléctrico, y un segundo polimero 12 que se puede obtener mediante polimerizacién por
plasma de un compuesto de formula (1) y deposicion del polimero resultante sobre el polimero 11.

La Figura 5 muestra una seccion transversal a través de otro ejemplo preferente del revestimiento conformal 4 en la
Figura 1. El revestimiento conformal comprende un primer polimero 11 que se puede obtener mediante
polimerizacién por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicién del polimero resultante sobre al menos una
superficie 6 del conjunto eléctrico, un segundo polimero 12 que se puede obtener mediante polimerizacién por
plasma de un compuesto de férmula (I) y deposicién del polimero resultante sobre el polimero 11, y un tercer
polimero 13 que se puede obtener mediante polimerizacion por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero 12.

A continuacion se describiran algunos aspectos de la invencién con referencia a los Ejemplos
Ejemplos

Ejemplo 1

Un conjunto eléctrico a revestir se colocé en una camara de deposicion de plasma y la atmosfera se evacué a
0,01 kPa. A continuacion se introdujo vapor de 1,4-dimetilbenceno en la cAmara a un caudal de aproximadamente
10 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conectd a una potencia de 175W y se
form6 un plasma. El 1,4-dimetilbenceno se ioniz6 y a continuacion se hizo reaccionar consigo mismo para formar un
revestimiento continuo y conformal en el conjunto eléctrico. Una vez que se hubo formado el espesor deseado del
revestimiento, el generador de RF se desconecto y el flujo de 1,4-dimetilbenceno se detuvo.
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La camara se llevo a presion atmosférica y se abrio y el conjunto eléctrico con un revestimiento conformal se retird.

Ejemplo 2

Un conjunto eléctrico a revestir se colocé en una camara de deposicion de plasma y la atmosfera se evacué a
0,01 kPa. A continuacion se introdujo vapor de 1,4-dimetilbenceno en la cAmara a un caudal de aproximadamente
10 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conectd a una potencia de 175W y se
formé un plasma. El 1,4-dimetilbenceno se ioniz6 y a continuacion se hizo reaccionar consigo mismo para formar un
revestimiento continuo y conformal en el conjunto eléctrico. Una vez que se hubo formado el espesor deseado del
revestimiento, el generador de RF se desconecté y el flujo de 1,4-dimetilbenceno se detuvo.

El vacio en la camara se mantuvo y a continuaciéon en la camara se introdujo gas hexafluoropropileno a un caudal
especifico que se controlé a aproximadamente 5 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF
se conectd a una potencia de 175 W y se formd un plasma. El hexafluoropropileno se ionizé y a continuacion se hizo
reaccionar consigo mismo para formar un revestimiento continuo y conformal sobre el revestimiento anterior. Una
vez que se hubo formado el espesor deseado del revestimiento, el generador de RF se desconectd y el flujo de de
hexafluoropropileno se detuvo.

La camara se llevo a presion atmosférica y se abrio y el conjunto eléctrico con un revestimiento conformal se retird.

Ejemplo 3

Un conjunto eléctrico a revestir se colocé en una camara de deposicion de plasma y la atmosfera se evacué a
0,01 kPa. A continuacién se introdujo vapor de 1,4-dimetilbenceno en la cadmara a un caudal de aproximadamente
10 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conectd a una potencia de 175W y se
formé un plasma. El 1,4-dimetilbenceno se ionizd y a continuacion se hizo reaccionar consigo mismo para formar
para formar un revestimiento continuo y conformal en el conjunto eléctrico. Una vez que se hubo formado el espesor
deseado del revestimiento, el generador de RF se desconectd y el flujo de paraxileno se detuvo.

El vacio en la camara se mantuvo y a continuacién en la camara se introdujo gas hexafluoropropileno a un caudal de
aproximadamente 5 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conect6 a una potencia de
175 W y se formé un plasma. El hexafluoropropileno se ionizd y a continuacién se hizo reaccionar consigo mismo
para formar un revestimiento continuo y conformal sobre el revestimiento anterior. Una vez que se hubo formado el
espesor deseado del revestimiento, el generador de RF se desconecté y el flujo de de hexafluoropropileno se
detuvo.

A la vez que se mantenia el vacio, se afiadieron dos capas adicionales, la primera de 1,4-dimetilbenceno y la
segunda de hexafluoropropileno, usando los mismos métodos como se ha descrito anteriormente.

La camara se llevo a presion atmosférica y se abrio y el conjunto eléctrico con un revestimiento conformal se retird.

Ejemplo 4

Un conjunto eléctrico a revestir se colocé en una camara de deposicion de plasma y la atmosfera se evacué a
0,01 kPa. A continuacién, se introdujo gas hexafluoropropileno en la camara a un caudal de aproximadamente
5 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conect6 a una potencia de 175 W y se formé
un plasma. El hexafluoropropileno se ionizé y a continuacion se hizo reaccionar consigo mismo para formar un
revestimiento continuo y conformal en el conjunto eléctrico. Una vez que se hubo formado el espesor deseado del
revestimiento, el generador de RF se desconecté y el flujo de de hexafluoropropileno se detuvo.

El vacio en la camara se mantuvo y a continuacion se introdujo vapor de 1,4-dimetilbenceno en la cadmara a un
caudal de aproximadamente 10 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conect6 a una
potencia de 175 W y se formo6 un plasma. El de paraxileno se ionizd y a continuacién se hizo reaccionar consigo
mismo para formar un revestimiento continuo y conformal sobre el revestimiento anterior. Una vez que se hubo
formado el espesor deseado del revestimiento, el generador de RF se desconecté y el flujo de 1,4-dimetilbenceno se
detuvo.

El vacio en la camara se mantuvo y a continuacion en la camara se introdujo gas hexafluoropropileno a un caudal de
5 sccm usando un controlador de flujo de masa. El generador de RF se conectd a una potencia de 175 W y se formé
un plasma. El hexafluoropropileno se ionizé y a continuacién se hizo reaccionar consigo mismo para formar un
revestimiento continuo y conformal sobre el revestimiento anterior. Una vez que se hubo formado el espesor
deseado del revestimiento, el generador de RF se desconectd y el flujo de de hexafluoropropileno se detuvo.

La camara se llevo a presion atmosférica y se abrié y el conjunto eléctrico con un revestimiento conformal se retird.

10
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Ejemplo 5

En los siguientes revestimientos conformales se realizd espectroscopia de infrarrojos con transformada de Fourier
(FTIR):

1. Un revestimiento conformal de parileno convencional. El espectro se muestra en la Figura 6.

2. El revestimiento conformal preparado en el Ejemplo 1 mencionado anteriormente, mediante polimerizacion por
plasma de 1,4-dimetilbenceno. El espectro se muestra en la Figura 7.

3. Los revestimientos de mdltiples capas preparados en los Ejemplos 2 a 4, que contienen 1,4-dimetilbenceno
polimerizado por plasma y hexafluoropropileno polimerizado por plasma. El espectro se muestra en la Figura 8.

Las Figuras 6 a 8 destacan como el revestimiento que se puede obtener mediante polimerizacion por plasma de 1,4-
dimetilbenceno es diferente del parileno convencional.

El parileno es un polimero con una estructura bien definida, regular que da lugar a picos intensos en el espectro de
la Figura 6. De interés en particular es el grupo de chicos centrados a aproximadamente 3000 cm™. Los picos a la
derecha de 3000 cm™ representan los tramos de C-H alifaticos, mientras que los que se encuentran en la parte
izquierda son los tramos de C-H aromaticos debido a los atomos de hidrégeno unidos al anillo de benceno.

La Figura 7 muestra que el 1,4-dimetilbenceno polimerizado por plasma estan menos bien definido que el parileno,
lo que es caracteristico de los polimeros de plasma en general. Esto da como resultado picos que son mas anchos,
y menos intensos. Ademas, la proporciéon de tramos de C-H aromaticos con respecto a alifaticos ha cambiado de
forma considerable, porque se ha perdido algo de la estructura del anillo en el precursor de 1,4-dimetilbenceno.

Como se esperaba, la Figura 8 contiene picos similares a los que aparecen en la Figura 7. Se observa una
absorcidon adicional a aproximadamente 1200 cm™, que se debe al tramo de C-F en el hexafluoropropileno
polimerizado por plasma.

Ejemplo 6

Los conjuntos eléctricos del ensayo se revistieron con capas alternantes de 1,4-dimetilbenceno polimerizado por
plasma (denominado PDMB en la Tabla 1) y de hexafluoropropileno polimerizado por plasma (denominado PHFP en
la Tabla 1), usando los mismos métodos que se han descrito anteriormente en los Ejemplos 1 a 4. Los
revestimientos finales depositados se exponen en la Tabla 1 que sigue a continuacién, con la Capa 1 representando
la primera capa depositada sobre el conjunto.

Tabla 1l

Revestimiento | Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capabs Capa6

1 900 nm de PDMB | No presente |No presente No No presente |No presente

2 50 nm de PHFP No presente |No presente No No presente |No presente

3 900 nm de PDMB |50 nm de No presente No No presente |No presente
PHFP presente

4 300 nm de PDMB |50 nm de 300 nm de 50 nm de No presente |No presente
PHFP PDMB PHFP

5 300 nm de PDMB |50 nm de 300 nm de 50 nm de 300 nmde |50 nmde
PHFP PDMB PHFP PDMB PHFP

El rendimiento de cada revestimiento se sometié a ensayo en las siguientes condiciones. Se aplicé un potencial de
2 V através de los conjuntos revestidos, que se sumergieron en 10 g/l de solucidn salida. Se registré un fallo cuando
la pérdida de corriente a través del revestimiento alcanzaba 100 pA. Se sometieron a ensayo multiples conjuntos con
los Revestimientos 1 a 5, de modo que se pudo determinar un tiempo medio hasta el fallo. Estos resultados se
exponen en la Tabla 2.

11
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Tabla 2
Revestimiento Tiempo medio hasta el fallo (minutos)
1 225
2 81
3 1422
4 2647
5 2880

La estructura de dos capas del Revestimiento 3 consiguié un rendimiento significativamente mejor no solamente de
las estructuras de una sola capa de los Revestimientos 1y 2, sino también el rendimiento que se podria esperar de
la estructura de dos capas basandose en los resultados de los Revestimientos 1y 2.

Se consiguié una mejora adicional del rendimiento usando la estructura de cuatro capas del Revestimiento 4, en
comparacion con el Revestimiento 3, a pesar de que el espesor global del Revestimiento 3 era mayor. De forma
analoga, una unidad de repeticion adicional tal como se encuentra en el Revestimiento 5 proporciona también una
mejora adicional en el rendimiento con respecto al Revestimiento 3.

Los Revestimientos 3 a 5 conseguian excelentes resultados en las condiciones de ensayo, lo que indica que estos
revestimientos podrian funcionar bien como revestimientos conformales.

Ejemplo 7

Se aplicaron revestimientos de tres capas a conjuntos eléctricos usando el procedimiento que se expone en el
Ejemplo 4. Las capas eran de 1,4-dimetilbenceno polimerizado por plasma (denominado PDMB en la Tabla 1) y de
hexafluoropropileno polimerizado por plasma (denominado PHFP en la Tabla 1). Se aplicaron los revestimientos que
se exponen en la Tabla 3. El color observado cuando cada conjunto eléctrico revestido se iluminaba con una luz
fluorescente desde detras del ojo de los observadores también se expone en la tabla que sigue a continuacién. De
este modo, la presencia del revestimiento conformal se confirmd, en comparacion con el conjunto sin revestir, que
era de color verde.

Tabla 3
Revestimiento Capal Capa 2 Capa 3 Color
6 40 nm de PHFP (170 nm de PDMB |40 nm de PHFP [Azul
7 40 nm de PHFP |300 nm de PDMB |40 nm de PHFP |Pdrpura
8 40 nm de PHFP [680 nm de PDMB |40 nm de PHFP |Rosa
Ninguno (sin revestir) |- - - Verde

Ejemplo 8

Las muestras de 1,4-dimetilbenceno polimerizado por plasma y de hexafluoropropileno polimerizado por plasma se
depositaron en porta objetos de vidrio revestidos con oro de acuerdo con los procedimientos descritos en los
Ejemplos 1 a 4.

En las muestras se realizé elipsometria espectroscopica usando un elipsémetro Woollam M 2000 DI. Para todas las
muestras se us6 un intervalo de longitud de onda de 192 nm a 1700 nm y tres angulos incidentes de 65°, 70°, y 75°
normales a la superficie. En cada muestra se midieron mdltiples puntos y para cada material se cre6 un modelo de
Cauchy. El andlisis del modelo resultante se us6 para calcular el espesor y el indice de refraccion de los materiales
usados.

Se encontrd que el indice de refraccién del 1,4-dimetilbenceno polimerizado por plasma era 1,592. Se encontro que
el indice de refraccion del hexafluoropropileno polimerizado por plasma era 1,375.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto eléctrico que tiene un revestimiento conformal, en el que dicho revestimiento conformal se puede
obtener con un método que comprende:

(a) polimerizacion por plasma de un compuesto de férmula (l) y deposicién del polimero resultante sobre al
menos una superficie del conjunto eléctrico:

Ry

en la que:

R1 representa alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cg;

R representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cs;
R3 representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cs;
R4 representa hidrogeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C,-Cs;
Rs representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C2-C3s;y
Re representa hidrégeno, alquilo C1-C3 o alquenilo C2-Cs, y

(b) polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicién del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a).

2. Un conjunto eléctrico que tiene un revestimiento conformal, en el que dicho revestimiento conformal se puede
obtener con un método que comprende:

(i) polimerizaciéon por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al menos
una superficie del conjunto eléctrico, y

(i) polimerizacion por plasma de un compuesto de formula (I) se define en la reivindicacion 1 y deposicion del
polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (i).

3. Un conjunto eléctrico de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que dicho revestimiento conformal se puede
obtener con un método que comprende:

(a) polimerizacién por plasma de un primer compuesto de férmula (I) y deposicién del polimero resultante
sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico,

(b) polimerizacion por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (a),

(c) polimerizacién por plasma de un segundo compuesto de formula (I) y deposicién del polimero resultante
sobre el polimero formado en la etapa (b), y

(d) polimerizacion por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (c).

4. Un conjunto eléctrico de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que dicho revestimiento conformal se puede
obtener con un método que comprende:

(i) polimerizacion por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al
menos una superficie del conjunto eléctrico,

(i) polimerizacién por plasma de un compuesto de formula (I) y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (i), y

(iiif) polimerizacién por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (ii).

13
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5. Un conjunto eléctrico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el o cada
compuesto de férmula (1) es 1,4-dimetilbenceno, 1,3-dimetilbenceno, 1,2-dimetilbenceno, tolueno, 4-metilestireno, 3-
metilestireno, 2-metilestireno, 1,4-divinilbenceno, 1,3-divinilbenceno o 1,2-divinilbenceno.

6. Un conjunto eléctrico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el o cada
fluorohidrocarburo es CF4, C2F4, C2Fg, C3Fe, C3Fg 0 C4Fs.

7. Un conjunto eléctrico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el o cada
compuesto de formula (I) es 1,4-dimetilbenceno y el o cada fluorohidrocarburo es CsFe.

8. Un conjunto eléctrico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende un
sustrato que comprende un material aislante, una pluralidad de pistas conductoras presentes en al menos una
superficie del sustrato, y al menos un componente eléctrico conectado a al menos una pista conductora.

9. Un conjunto eléctrico de acuerdo con la reivindicacién 8, en el que el revestimiento conformal cubre la pluralidad
de pistas conductoras, el al menos un componente eléctrico y la superficie del sustrato sobre la que se sitdan la
pluralidad de pistas conductoras y el al menos un componente eléctrico.

10. Un método para el revestimiento conformal de un conjunto eléctrico, método que comprende:

(a) polimerizacion por plasma de un compuesto de formula (I) como se define en la reivindicacion 1 y
deposicion del polimero resultante sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico, y

(b) polimerizacién por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicién del polimero resultante sobre el polimero
formado en la etapa (a).

11. Un método para el revestimiento conformal de un conjunto eléctrico, método que comprende:

(i) polimerizaciéon por plasma de un fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al menos
una superficie del conjunto eléctrico, y

(ii) polimerizacion por plasma de un compuesto de férmula (I) como se define en la reivindicacion 1 y
deposicion del polimero resultante sobre el polimero formado en la etapa (i).

12. Un método de acuerdo con la reivindicacién 10, método que comprende:

(a) polimerizacién por plasma de un primer compuesto de férmula (I) y deposicién del polimero resultante
sobre al menos una superficie del conjunto eléctrico,

(b) polimerizacion por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (a),

(c) polimerizacién por plasma de un segundo compuesto de formula (I) y deposicién del polimero resultante
sobre el polimero formado en la etapa (b), y

(d) polimerizacién por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (c).

13. Un método de acuerdo con la reivindicacién 11, método que comprende:

(i) polimerizacion por plasma de un primer fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre al
menos una superficie del conjunto eléctrico,

(i) polimerizacién por plasma de un compuesto de formula (I) y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (i), y

(iiif) polimerizacién por plasma de un segundo fluorohidrocarburo y deposicion del polimero resultante sobre el
polimero formado en la etapa (ii).

14. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en el que el conjunto eléctrico
comprende un sustrato que comprende un material aislante, una pluralidad de pistas conductoras presentes en al
menos una superficie del sustrato, y al menos un componente eléctrico conectado a al menos una pista conductora.

15. Un método de acuerdo con la reivindicacion 14, que comprende polimerizacion por plasma de un compuesto de
férmula (I) y deposicion del polimero resultante sobre la pluralidad de pistas conductoras, el al menos un
componente eléctrico y la superficie del sustrato sobre la que se sittan la pluralidad de pistas conductoras y el al
menos un componente eléctrico.
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